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Abstract (en)
[origin: CN112201540A] The invention relates to an electromechanical relay comprising a control coil (5), a magnetic core (2), a movable armature
(3) having a working surface oriented towards one end of the magnetic core, an attachment surface facing away from the working surface, and a first
end (31) which is hinged to a fixed hinge, wherein the movable armature (3) can rotate between a working state and a resting state, and the movable
armature returns to the resting state through an elastic reset device (9). The movable armature (3) is attracted by the magnetic core (2) when the
magnetic core (2) conducts a magnetic field generated by the powered control coil (5). And the magnetic core (2) is fixed on the attachment surface
(1d) of the movable armature (1) along the side surface through a laser welding part (23).

Abstract (fr)
Relais électromécanique comprenant une bobine de commande (5), un noyau magnétique (2), une armature mobile (3) ayant une face active
orientée en regard d'une extrémité du noyau magnétique, ayant une face de fixation opposée a la face active, et ayant une premiére extrémité (31)
articulée selon une charniére fixe pour permettre la rotation de I'armature mobile (3) entre un état de travail et un état de repos vers lequel elle est
rappelée par des moyens de rappel élastiques (9). L'armature mobile (3) est attirée par le noyau magnétique (2) lorsque celui-ci conduit le champ
magnétique généré par la bobine de commande (5) alimentée. Le noyau magnétique (2) est fixé selon sa surface latérale a une surface de fixation
(1d) de I'armature mobile (1) par une soudure laser (23).
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